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(57) Abstract: The invention relates to a device for singulating and bonding semiconductor chips (1). Said device comprises a
singulating station (2) and a fitting station (11). In the singulating station (2), a semiconductor chip (1) is provided with a bonding
wire with the aid of a bonding tool (4) and is lifted from a carrier foil (7). In the fitting station (11), the semiconductor chip (1) is
then placed on a chip assembly surface (13) and is fixed thereupon, and the bonding wire (5) is directed to a contacting terminal face

(15) of the circuit support (12) and is bonded thereto.
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Singulieren und Bonden von Halbleiterchips (1). Dazu weist
die Vorrichtung eine Singulierstation (2) und eine Bestiickungsstation (11) auf. In der Singulierstation (2) wir mit einem Bondwerk-
zeug (4) ein Halbleiterchip (1) mit einem Bonddraht (5) versehen und von einer Tragerfolie (7) abgehoben. In der Bestiickungsstation
(11) wird dann der Halbleiterchip (1) auf einer Chipmontagefldche (13) abgesetzt und dort fixiert, und der Bonddraht (5) zu einer
Kontaktanschlussfldche (15) des Schaltungstrigers (12) gefiihrt, und auf dieser gebondet.



